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以下資料由神盾股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：神盾股份有限公司 (股票代號：6462)
	輔導推薦證券商
	元大寶來證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	徐鳳如/ (02)2718-1234分機6769

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購神盾公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	元大寶來證券股份有限公司
	兆豐證券股份有限公司

	認購日期
	103.6.16
	103.6.16

	認購股數（股）
	1,400,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.26%
	0.16%

	認購價格
	75元/股

	認購價格之訂定
依據及方式
	神盾股份有限公司(以下簡稱神盾公司)主要致力於設計開發並生產銷售電容式(Capacitive)指紋辨識感測晶片（Fingerprint Sensor）及其應用、資料安全防護軟體之設計開發等業務，整合了國內指紋辨識晶片與軟體設計的IC設計與方案公司。產品應用涵蓋消費性電子、資訊及通訊等領域，神盾公司同時擁有IC設計技術與系統設計技術之研發團隊，並擁有晶圓製程與封裝技術的設計能力，能針對客戶規格修改以解決相容性問題，其產品具解析度高，體積小以及成本較低三項優勢。
股票價值評估方法有很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。然由於手機及平板電腦之快速發展，使得PC產業受到影響而衰退，神盾公司主要應用於NB、PC等IC晶片、資料安全防護及其應用等業務亦受到影響而下滑，尚無產生穩定成長之營業收入而多處於虧損狀態，故無本益比等依據公司獲利表現來預估股價之評價方式可參考。
在2013年9月，Apple 推出搭載指紋辨識晶片的iPhone 5s後，全球手機大廠也開始相應推出搭載指紋辨識功能的機種，帶動指紋辨識應用龐大商機，整體市場預估將呈現爆發性的成長力道，另外電子支付的發展趨勢亦是促使手機搭載指紋辨識功能需求成長的另一個重要推動力。而神盾公司積極推出按壓式指紋辨識IC搭配既有的滑刷式指紋辨識IC來迎合市場需求，並積極推展將指紋辨識產品搭載應用於智慧型手機上。因此，參酌神盾公司於97年7月及103年2月等前二次現金增資發行價格均為75元，並考量產業發展前景及未來年度預估獲利情形等因素後，作為證券承銷商與發行公司共同議定興櫃認購價格為每股75元，應屬合理。



	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹：
神盾公司主要致力於電容式指紋辨識感測晶片之IC設計、研發、測試及銷售業務，為一專業之IC設計公司。產品應用涵蓋消費性電子、資訊及通訊等領域，神盾公司同時擁有IC設計技術與系統設計技術之研發團隊，並擁有晶圓製程與封裝技術的設計能力，能針對客戶規格修改以解決相容性問題，其產品具解析度高，體積小以及成本較低三項優勢。神盾公司主要產品項目為生物辨識感測IC及其應用、資料安全防護及其應用與技術服務等。

二、歷史沿革：
民國96年12月

公司成立，定名為京達國際科技股份有限公司，登記資本額為1,000仟元，實收資本額為1,000仟元。

民國97年1月
辦理現金增資128,000仟元，增資後實收資本額為129,000仟元。
民國97年2月

收購京琥科技股份有限公司主要營業及資產，京琥公司主要從事指紋辨識應用軟體之開發及銷售。

民國97年4月

吸收合併神盾國際科技股份有限公司，訂定97年4月1日為合併基準日。

辦理合併增資發行新股金額為51,000仟元，增資後實收資本額為180,000仟元。

更名為神盾股份有限公司。

民國97年5月

購入Egis Inc.及其子公司，Egis Inc.及其子公司主要從事安全防護軟體之開發及銷售。

辦理現金增資180,500仟元，增資後實收資本額為360,500仟元。

辦理減少資本164,000仟元，減資後實收資本額為196,500仟元。

辦理資本公積轉增資164,000仟元，增資後實收資本額為360,500仟元。

民國97年7月

辦理現金增資12,000仟元，增資後實收資本額為372,500仟元。

吸收合併祥群科技股份有限公司，訂定97年7月19日為合併基準日。祥群公司主要從事生物辨識硬體之開發及銷售。
辦理合併增資發行新股金額為123,799仟元，增資後實收資本額為496,299仟元。

民國98年8月

成立日本子公司Egis Technology(Japan) Inc.

民國99年7月

員工行使認股權憑證384仟元，增資後實收資本額為496,683仟元。

民國102年12月

員工行使認股權憑證25,810仟元，增資後實收資本額為522,493仟元。

民國103年2月

辦理現金增資88,000仟元，增資後實收資本額為610,493仟元。

民國103年4月

員工行使認股權憑證9,950仟元，增資後實收資本額為620,443仟元。

民國103年5月

股票暨員工認股權憑證公開發行。

三、經營理念：
本公司擁有優秀的經營團隊，秉持著『追求卓越、永續經營』的全球市場經營理念，追求企業永續經營及成長；我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間；且規劃進入資本市場以吸收更多優秀人才進入公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡企業應有之社會責任。
四、未來展望：
(1)短期發展計劃

(晶片製程提升。
台灣是全球半導體最大的生產基地，因此神盾公司相對於所有競爭者而言，更貼近生產資源，也因此可以更佳掌握最新的技術，擴大品質與成本優勢。神盾公司將以現有已生產之晶片(ES603)為基礎，進一步研發製程與技術難度更高的ES608晶片，以達到精密度更高，耗能更低，成本更低的要求。
(擴大演算法的領先差距。
除了製程、材料與封裝技術之外，神盾公司創新的IC架構與演算法設計也是重要的產品優勢；神盾公司未來將繼續以此為基礎持續擴大對競爭者的領先差距。
(加速推出按壓式(Touch)晶片。
在既有豐富指紋辨識技術開發經驗下，神盾公司即將推出按壓式Area Touch Sensor晶片(ET300)，以提供客戶最具競爭力的解決方案，預期按壓式晶片的推出後將可以進一步擴大神盾公司產品在歐美日市場的佔有率。
(2)長期發展計畫

(結合市場的應用需求，增加產品深度及廣度。
結合市場的應用需求，提供完整產品系列，並累積IC 設計經驗和整合的技術能力，開拓產品線之廣度及深度，使產品多元化以滿足客戶之全方位需求。
(強化人才培訓，建立企業文化。
除持續培育專業的研發技術人才，以因應公司未來經營目標外，另為因應公司之未來持續成長，將建立全球現場技術服務團隊，並培養組織成員對企業文化之認同，以建立共同價值觀之組織文化，達到永續經營之共同願景。
(財務健全化及資金運用最佳化。
推動神盾公司股票上市櫃，在資本市場募集資金，並以穩健之營運方式達成財務健全化及資金運用最佳化的目標。


                                                                          

	主要業務項目：

主要係從事設計開發並生產銷售電容式(Capacitive)指紋辨識感測晶片（Fingerprint Sensor）及其應用，整合了國內指紋辨識晶片與軟體設計的IC設計與方案公司。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
台灣 IC 產業之上、中、下游關係大致可歸類為上游之IC 設計公司、中游之IC 晶圓製造廠及下游之IC 封裝、測試廠。國際大廠多以設計、製造、封裝、測試，甚至系統產品等上下游垂直整合方式經營；然而，在快速變遷之產業環境，以及日益擴大之資本設備投資下，水平分工經營型態更能符合產業趨勢需求。

上游IC 設計公司主要業務為自行設計及銷售產品，或接受客戶之委託設計，在產業價值鏈中屬於上游產業，在完成最終產品前，還需要光罩、晶圓製造、晶片封裝以及測試等主要過程。

中游IC 晶圓製造廠主要業務係將設計好的電路，以精密的設備、複雜的製程及嚴格的品質控管，將電路轉換生產成晶片。

下游IC 封裝及測試廠主要業務係將製造完成之IC 晶圓進一步切割、封裝及測試、包裝而完成最終的IC 成品。

在半導體產業鏈中，IC 設計公司屬知識密集產業，其投資報酬率高再加上台灣具備相當完善之半導體產業支援架構及IC 設計人才充沛，進而促使不少廠商與投資者紛紛投入此一行業。





	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	生物辨識感測IC及其應用
	
[image: image3]
	指紋辨識硬體晶片及其應用軟體。
	62,377
	75%

	資料安全防護及其應用
	[image: image4.png]



	各種資料加密軟體
	11,146
	13%

	技術服務收入
	NA
	軟體測試及感測晶片開發等技術服務
	8,623
	10%

	其他
	[image: image5.jpg]



	依客戶個別需求開發之客製化應用軟體
	1,557
	2%

	合     計
	83,703
	100%


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年
	 103年截
至5月份止
(自結數)
(註1)

	營業收入
	173,254
	184,305
	206,209
	139,439
	83,703
	16,240

	營業毛利
	131,189
	84,607
	81,902
	110,753
	56,645
	11,759

	毛利率(%)
	75.72%
	45.91%
	39.72%
	79.43%
	67.67%
	72.41%

	營業外收入
	10,907
	4,037
	3,735
	1,205
	3,443
	9,313

	營業外支出
	(4,373)
	(2,752)
	(430)
	(185,072)
	(231)
	(531)

	稅前損益
	(94,381)
	(126,815)
	(87,832)
	(200,047)
	(79,419)
	(71,014)

	稅後損益
	(98,985)
	(132,728)
	(93,494)
	(203,777)
	(72,297)
	(71,014)

	每股盈餘（元）
	(1.99)
	(2.67)
	(1.88)
	(4.10)
	(1.45)
	(1.14)

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


註1：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
註2：上開財務資訊除102年度係依據IFRS編制之合併財務報表填列，98-101年度均依據ROC GAAP編製之合併財務報表填列，其中98~102年度係經會計師查核簽證。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年

	流動資產
	357,503
	274,775
	194,880
	192,189
	188,131

	基金及長期投資
	-
	-
	-
	2,312
	-

	固定資產
	18,598
	21,763
	15,954
	6,230
	5,230

	無形資產
	399,943
	348,732
	327,038
	123,136
	116,885

	其他資產
	8,064
	4,774
	2,425
	1,395
	15,599

	資產總額
	784,108
	650,044
	540,297
	325,262
	325,845

	流動
負債
	分 配 前
	58,975
	78,117
	52,961
	47,516
	93,374

	
	分 配 後
	58,975
	78,117
	52,961
	47,516
	93,374

	長期負債
	-
	-
	-
	-
	-

	其他負債
	945
	-
	-
	-
	74

	負債
總額
	分 配 前
	59,920
	78,117
	52,961
	47,516
	93,448

	
	分 配 後
	59,920
	78,117
	52,961
	47,516
	93,448

	股本
	496,299
	496,683
	496,683
	496,683
	522,493

	資本公積
	301,635
	203,121
	70,497
	70,917
	2,708

	保留
盈餘
	分 配 前
	(98,985)
	(132,728)
	(93,494)
	(297,271)
	(300,389)

	
	分 配 後
	(98,985)
	(132,728)
	(93,494)
	(297,271)
	(300,389)

	長期股權投資
未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	25,239
	4,851
	13,650
	7,417
	7,585

	股東權益總額
	分 配 前
	724,188
	571,927
	487,336
	277,746
	232,397

	
	分 配 後
	724,188
	571,927
	487,336
	277,746
	232,397


註1：上開財務資訊除102年度係依據IFRS編制之合併財務報表填列，98-101年度均依據ROC GAAP編製之合併財務報表填列，其中98~102年度係經會計師查核簽證。
	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	100年
	101年
	102年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	39.72%
	79.43%
	67.67%

	
	流動比率(%)
	367.97
	404.47
	201.48

	
	應收帳款天數(天)
	72.67
	87.46
	109.96

	
	存貨週轉天數(天)
	32.59
	79.47
	152.44

	
	負債比率(%)
	9.80
	14.61
	28.68


註1：上開財務資訊除102年度係依據IFRS編制之合併財務報表填列，100-101年度均依據ROC GAAP編製之合併財務報表填列。
投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]



公司概況資料表
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